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摘要(译)

系统和方法可以促进伤口愈合，包括具有面向伤口的表面和第二表面的
伤口敷料。面向伤口的表面可以配置成接触患者的伤口。还可以存在至
少一个导管，其具有可操作地连接到伤口敷料的第二表面的内腔，中心
窗口构造成允许空气从导管的内腔流到伤口敷料的面向伤口的表面，以
及可操作地连接到导管的柔性包裹物。
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